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PC-Audio-Video-

Kabeltester Teil 3

Im dritten und abschlieBenden Teil widmen wir uns
ausftihrlich dem Nachbau des PC-Audio-Video-Kabeltesters.

Nachbau

Die Schaltung und eine Reihe von Test-
buchsen/-steckern sind auf einer doppel-
seitigen, durchkontaktierten Platine mit den
Abmessungen 126x 178 mmuntergebracht.
Lediglich die BNC-, Lautsprecher-, Klin-
ken-, XLR-Buchsen und -Stecker werden
iiber kurze Leitungen an die Platine ange-
schlossen. Die Bestiickung der Mini-DIN-
und Cinch-Buchsen erfolgt auf einer Sub-
platine, die danach in die Hauptplatine
eingelotet wird.

Wir beginnen mit der Bestiickung der
Subplatine mit den Mini-DIN-Buchsen
BU27 bis BU30 und den Cinch-Buchsen
BU23 bis BU26 laut Bestiickungsplan.
Eine Verwechslung der Mini-DIN-Buch-
sen istdabeinicht moglich, dabeide Typen
eine voneinander abweichende Anordnung
der Anschluf3beine haben. Die Masse-bzw.
Gehéuseanschliisse der Buchsen sind nach
dem sorgfiltigen Ausrichten zur Platine
zuerst mit reichlich Lotzinn zu verloten.
Sie geben spiter der gesamten Buchse den
mechanischen Halt.

Dabei ist allerdings sorgfiltig darauf zu
achten, daf} die Masseanschliisse der ein-
zelnen Buchsen bzw. die Zinnfldchen sich
nicht beriihren. Erst dann werden die Si-
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gnalanschliisse verlotet. Die am hinteren
Platinenrand liegenden Lotpunkte sind da-
bei besonders flach zu verldten und abzu-
schneiden, um eine spitere Kollision mit
denrelativ dicht danebenliegenden Wider-
standsnetzwerken zu verhindern.

Nun setzen wir die Arbeit mit der Be-
stiickung der Oberseite der Hauptplatine
fort. Dabei werden zunichst die niedrigen
Bauelemente wie die Dioden, gefolgt von
der 28poligen DIL-Fassung fiir den Pro-
zessor bestiickt. Bei den Dioden ist auf
korrekte Polung entsprechend Bestiik-
kungsdruck und Bestiickungsplan zu ach-
ten.

Nachdem diese Bauteile bestiickt und
verlotet sowie die iiberstehenden Drahten-
den so kurz wie moglich abgeschnitten
sind, ohne die Lotstellen zu beschidigen,
werden die Widerstandsarrays eingesetzt
und verlotet. Hierbei muf} die Punktmar-

kierung auf dem Array mit der Markierung
auf der Platine iibereinstimmen.

Es folgt nun der Spannungsregler, der
mit einer M 3x6mm-Schraube und einer
M3-Mutter auf der Platine befestigt wird.
Dazu sind seine Anschliisse entsprechend
abzuwinkeln. Erst nach dem Festschrau-
ben des Spannungsreglers erfolgt das Ver-
16ten der Anschliisse.

Bevor jetzt die Elkos bestiickt werden,
ist IC 35 entsprechend des Bestiickungs-
drucks und des Bestiickungsplans einzu-
setzen und zu verloten, da der Schaltkreis
unmittelbar von Elkos umgeben ist.

Die Elkos werden unter Beachtung der
richtigen Polaritit bestiickt. Alsdann ist
der Quarz einzusetzen und zu verloten.

Damit sind bis auf die Leuchtdioden und
die Buchsen alle Bauelemente auf der Ober-
seite der Platine bestiickt.

Jetzt setzen wir die Bestiickung mit dem
zur Platine biindigen Einsetzen und Verlo-
ten der Klinkenbuchse BU 1 und der 9poli-
gen Sub-D-Buchse BU 2 fort. Bei letzterer
sind wiederum zuerst die Gehdusefahnen
grof}fldchig mit Zinn zu versehen, um ei-
nen stabilen Halt in der Platine zu gewihr-
leisten, und dann erst die Kontakte zu ver-
I6ten.

Exakter Sitz ist wichtig

SchlieBlich werden die DIN-Buchsen
und die Scart-Buchsen laut Bestiickungs-
plan vorsichtig eingesetzt, ohne die relativ
dicht an den Buchsen befindlichen Wider-
standsnetzwerke zu verbiegen oder zu be-
schéadigen. Die Scart-Buchsen sind so ein-
zusetzen, daf sie mit den Stegen fiir die
Befestigungsschrauben plan auf der Plati-
ne aufsitzen. Erst dann sind an beiden
Enden der Kontaktreihen die dufleren Kon-
takte zuerst anzuloten, danach der span-
nungsfreie und korrekte Sitz der Buchse
(parallel zur Platinenlidngsachse und exakt
parallel zu Platine) zu kontrollieren. Sind
alle Buchsen so fixiert, 16tet man die rest-
lichen Anschliisse mit reichlich Zinn an.

Auch bei den DIN-Buchsen ist auf gera-
den Sitz in der Platine zu achten. Eine Ver-
wechslung der DIN-Buchsen ist ausge-
schlossen, da diese unterschiedliche An-
schluBbilder aufweisen. Auch hierkannman
die exakt gerade Ausrichtung kontrollieren,
indem man einen oder zwei Anschliisse auf
der Platine einlottet, die Platine in die Front
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Oben: Ansicht der Platine (Oberseite)
Unten: Bestiickungsplan der Platine (Oberseite)
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Oben: Ansicht der Platine (SMD-bestlickte Seite)
Unten: Bestiickungsplan der Platine (SMD-bestlickte Seite)
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Stiickliste: Audio-Video-Kabeltester

Widerstande:

330Q/SMD ..o R32-R35
100KE/SMD ..o R31
Array, 10KQ.......ccocvererenirnen. R1-R15
Kondensatoren:

22pF/SMD ..o C38, C39
100nF/SMD ...C1-C15, C31-C33, C36
LTUE/63V i C37
1OUF/25V ..o, C35, C40-C44
22UF/40V oo, C34
Halbleiter:

CD4051/SMD................ IC1, IC3, 1C5,

1C7,1C9, IC11, IC13,
IC15,1C17,1C19, IC21,

1C23, 1C25, IC27, 1C29
74HC165/SMD......IC2, IC4, IC6, ICS,
IC10, IC12, IC14, IC16, IC18, 1C20,
1C22, 1C24, IC26, 1C28, IC30

ELVO742 ..o IC31
74HCI138/SMD.................. I1C32,1C33
T8O0S5 e I1C34
MAX232 .o IC35
BZWO06-15V ..ccvvieieieieieee, Dl
IN4OOT .o, D2
LED, 3mm, rot.......cccccvvveveeennnns D3-D6
Sonstiges:

Quarz, 4,9152MHz ............c.o......... Ql
Klinkenbuchse, 3,5mm, print,

10070) 1 L0 SO BU1
SUB-D-Buchsenleiste, 9polig,

PIANt oo BU2
XLR-Einbau-Stecker ......... BU3, BUS
XLR-Einbau-Buchse ......... BU4, BU6
Klinkenbuchse, 2,5mm, Einbau,

(<) (=L I BU7, BU8

platte einsetzt und dann die Buchsen
justiert und verlétet.

Jetzt erfolgt noch das polrichtige Be-
stiicken der Leuchtdioden D 3 bis D 6.
Diese sind so weit einzusetzen (16 mm von
der Platine bis zur Oberkante der LED),
daB sie etwa mit der Oberkante der umlie-
genden Buchsen abschliefen und damit
spéter in die Frontplatte ragen.

Damit ist die Bestiickung der Oberseite
der Hauptplatine bis auf die Subplatine
beendet und wir wenden uns der Bestiik-
kung der Unterseite mit den SMD-Schalt-
kreisen IC 1 bis IC 30, 32 und 33 sowie den
SMD-WiderstdndenR 32 bis R 35 und den

O}

BU31/32 BU7 -BU10 BU21/22

@) e}
5 o 2302

BU3/5
Bild 1: Kontaktbelegung der in der

Frontplatte befindlichen Stecker und
Buchsen in der Riickansicht.

BU4/6 BU11/12

30

Klinkenbuchse, 3,5mm, Einbau,

STEIEO wevvvvvieeiniirieeeeeiennes BU9, BU10
Klinkenbuchse, 6,3mm, Einbau,

SEEICO .vvveeeeeeiriieeeeeennnes BU11, BU12
Dioden-Buchsen, print, gerade,

Spolig, Wiirfel ............. BU15, BU16
Dioden-Buchsen, print, gerade,

6polig....cccvveeeerieerennnne BU13, BU18
Dioden-Buchsen, print, gerade,

8polig, 270 ................... BU14, BU17
Scart-Buchsen, 21polig, print,

gerade .....ooveveriieienn. BU19, BU20
BNC-Einbaubuchsen,

S50Q .o, BU21, BU22

Cinch-Buchsen, print....... BU23-BU26
Mini-DIN-Buchsen, 4polig,

S-VHS ..o BU27, BU28
Mini-DIN-Buchsen,

(37070) 1T BU29, BU30
Lautsprecher-Einbaubuchse,

Snap-In-Technik .......... BU31, BU32

1 Zylinderkopfschraube, M3x6mm

4 Senkkopfknippingschrauben,2,9x 13mm

8 Senkkopfschrauben, M3x30mm

8 Polyamidscheiben 1,5 mm

9 Mutter, M3

8 Distanzrollen, M3 x 15mm

1 Pultgehéuse 190, komplett, gebohrt
und bedruckt

4 Klebe-Gummifiiie

1 ELV-Steckernetzteil, 12V/0,5A

1 Sub-D-Verldngerungsleitung, 9polig

1 3,5”-Diskette mit Software

1 IC-Sockel, 28polig

60 cm Schaltlitze, 0,22mmg, schwarz

60 cm Schaltlitze, 0,22mmg, gelb

60 cm Schaltlitze, 0,22mmg, griin

25 cm Schaltlitze, 0,22mmg, blau

SMD-Kondensatoren C 1 bis C 14 und
C 31 bis 33 und C 36/38/39 zu.

Nach dem Aufloten der Widerstinde
und der Kondensatoren sind die Schalt-
kreise entsprechend des Bestiickungsplans
und des Bestiickungsdrucks lagerichtig mit
wenig Zinn und einer sehr schmalen Lot-
spitze (nach Moglichkeit Lotnadel bzw.
Mikrol6tkolben einsetzen) auf der Platine
zu verloten. Arbeiten Sie dabei besonders
sorgfiltig, denn in einigen Fillen liegen
zwischen den IC-Pins noch durchgefiihrte
Leiterziige.

Mit dem lagerichtigen Einsetzen des
Prozessors IC 31 ist die Bestiickung der
Leiterplatte abgeschlossen.

Nun sind die Buchsen BU7/8 , BU 9/10,
BU11/12, BU21/22 und BU31/32 ent-
sprechend dem Titelfoto in die Oberschale
des Gehduses einzubauen und deren An-
schliisse mit ca. 30 mm langen verschie-
denfarbigen Schaltlitzen zu versehen.
BU31/32 wird durch eine Clipverbindung
eingesetzt, wihrend die anderen Buchsen
mittels den entsprechenden Befestigungs-
muttern zu verschrauben sind.

Jetzt erfolgt das Einsetzen der XLR-
Buchsen BU 3 bis BU 6 von auf3en in die
Frontplatte. Gleichzeitig werden jeweils 2
Senkkopfschrauben M 3 x 30 miteingesetzt.

Des weiteren werden die 4 Knipping-

schrauben 2,9 x 13 mm zur Befestigung der
Scartbuchsen in die entsprechenden Boh-
rungen eingesetzt.

Nun ist die Frontplatte mit den eingeleg-
ten Buchsen und Schrauben vorsichtig um-
zudrehen, um die Platine montieren zu
konnen. Dabei leistet eine Schaumstoffun-
terlage gute Dienste, die das Herausfallen
der Schauben verhindert.

Auf der Innenseite folgen auf den
M3x30mm-Senkkopfschraubenein 15 mm
langes Abstandsrollchen sowie auf den
Knippingschrauben jeweils zwei 1,5mm
dicke Polyamidscheiben, die zur exakten
Fixierung der Platine dienen. Die vorberei-
tete Subplatine wird nun von der Innensei-
te mit den Buchsen voran in die entspre-
chenden Aussparungen gesetzt.

Dann erfolgt das Einlegen der Platine
mit den Buchsen voran in die Gehause-
oberschale und das Verschrauben der Pla-
tine mit den acht Befestigungsschrauben
der XLR-Buchsen mittels M3-Muttern.
Achten Sie dabei darauf, daf} alle Verbin-
dungsleitungen der Buchsen vor dem Ver-
schrauben durch die Leiterplatte auf die
Lotseite hindurchgefiihrt sind und die Sub-
platine (Lotleiste) korrekt in der Ausspa-
rung sitzt. Die Leitung von den Massefah-
nen der BNC-Buchsen BU21 und BU22
sind durch eines der 3mm-Locher unter-
halb der Buchsen in der Leiterplatte hin-
durchzufiihren. Mittels der bereits einge-
setzten Senkkopfknippingschauben und der
Polyamidscheiben werden dann die Befe-
stigungsstege der Scart-Buchsen mit der
Gehiauseoberschale von der Frontplatte her
verschraubt.

Die Fixierung der Subplatine erfolgt zu-
nichst durch Anl6ten der zwei duleren der
breiten Lotflachen auf der Unterseite der
Hauptplatine. Nach exakter Ausrichtung
(die Mini-DIN-Buchsen miissen mit der
Frontplatte abschliefen und die Cinch-
Buchsen einige Millimeter herausragen)
werden alle anderen Anschliisse mit der
Hauptplatine verlotet. Dabei sind vor al-
lem die breiten Lotflachen mit reichlich
Lotzinn zu versehen, da diese Flichen der
Subplatine den mechanischen Halt geben.

AbschlieBend erfolgt das Verloten der
AnschluBleitungen entsprechend Abbil-
dung 1 mit den zugehorigen Lotpunkten
auf der Leiterplatte. Dazu sind die auf ca. 5
mm abisolierten und verzinnten Enden der
AnschluBlleitungen so von der Leiterseite
der Platine her einzusetzen, daf} sie nur
kurz in das Lotauge hineinragen und dann
mit dem Lotauge zu verloten. Dabei ist
darauf zu achten, daf} sich die blanken
Enden der benachbarten Drihte oberhalb
der Leiterplatte keinesfalls beriihren kon-
nen.

Nach dem Aufsetzen und Verschrauben
der Gehiuseunterschale ist der Audio-Vi-
deo-Kabeltester einsatzbereit.
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